NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL  60249-2-11
STAN DARD Premiére édition

First edition
1987-05

N tissu
alité
le

J)

in of

Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60249-2-11: 1987



https://iecnorm.com/api/?name=1d51f9180981d66bea9c78eed71f3a51

Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base |ncorporant Iamendement 1, etla

publication

et 2.

Validité de la présente publication

Le conténu technique des publications de la CEl est
constamment revu par la CEl afin qu'il refléte I'état
actuel dg la technique.

Des rerjseignements relatifs & la date de reconfir-
mation de la publication sont disponibles dans le

Catalogulie de la CEI.

Les ren
des trav
qui a é
publicati
dessous

eignements relatifs & des questions a I'étude et
RUX en cours entrepris par le comité technique
abli cette publication, ainsi que la liste des
bns établies, se trouvent dans les docum

. <

Site web» de la CEI*

Catalogue des publications de la CEl
Hublié annuellement et mis a jour
réguliérement
(Catalogue en ligne)*
=

O

(=

ulletin de la CEI
isponible a la fois a

Termi
et Iltte

En ce qlii
se repol
techniqd

Pour les
et les si
lecteur
utiliser g
graphiqi
compila
Symbold

es utilisables sbr/le matériel. Index, relevé et
fory des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
s\graphiques pour schémas.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consoclidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication

i kept
ing that

be.
ion and

taken by the tepghnical
prepared this publication, ps well

at the

F ubllshed yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter sympols to
be used in electrical technology, \EC 60417: Giaphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and IEC [60617:
Graphical symbols for diagrams.

*

Voir adresse «site web» sur la page de titre.

*

See web site address on title page.


https://iecnorm.com/api/?name=1d51f9180981d66bea9c78eed71f3a51

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL  60249-2-11
STAN DARD Premiére édition

First edition
1987-05
Matériaux de base pour
Deuxiéme partie: Sp
Spécification n° 11: h tissu
de verre époxyde alité
courante,‘destiné le

U/

purpose grade, for use in the fabrication of
ayer printed boards

©® IEC 1987 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni  No part of this publication may be reproduced or utilized in
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun any form or by any means, electronic or mechanical,

procédé, électronique ou mécanique, y compris la photo-  including photocopying and microfilm, without permission in
copie et les microfilms, sans I'accord écrit de I'éditeur. writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site http: //www.iec.ch

CODE PRIX J

Commission Electrotechnique Internationale
PRICE CODE

International Electrotechnical Commission
Me»myuaponuan GnenTpo'rexnmecuan Homuceua Pour prix, voir cata logue en vigueur
— — — —— o For price, see current catalogue



https://iecnorm.com/api/?name=1d51f9180981d66bea9c78eed71f3a51

— 2 — 249-2-11 © CEI 1987

SOMMAIRE
Pages
PREAMBULE . . . . . . . . . . . . . o e 4
PREFACE . . . . . . . . . . . .o 4
Articles
1. Domaine d’application . . . . . . . . . . . .. ..o 6
2. Matériaux et construction . . . . . . . . . . ... ... e 6
3. Marquageinterne . . . . . . . . . . L L L. Lo Lo e 6
4. —Propriétés-électrigges——m—mm——m—m¥ —0 ¥ — 080 0 — @ — —— ———————————————————————— .. 8
5.| Propriétés non électriques de la feuille isolante recouverte de cuivre /. N\ . ~ \ [ - 8
6. | Propriétés non électriques du matériau de base aprés enlévement cofh afenille de
CUIVIC . . . . . . . v v e e o\ W N - - 14
7.| Emballage et marquage 16
8.| Essais de réception . . . . . . . . . . . .. ..., ) NN\ YL 16

&



https://iecnorm.com/api/?name=1d51f9180981d66bea9c78eed71f3a51

249-2-11 © 1EC 1987 — 3 —

CONTENTS
Page
FOREWORD . . . . . . . . . . . . e e e e 5
PREFACE . . . . . . . . . . e e e e e 5
Clause
L. Scope . . . . . oL e e e e 7
2. Materials and construction . . . . . . . . . . L L oL Lo o oo 7
3. Internal marking . . . . . . . . . . . . L L Lo oo 7
4. Eleptss ries—————————————— 9
5. NoE-electrical properties of the copper-clad sheet . . . . . . . . . . . 9
6. Non-electrical properties of the base material after complete removal™Q
foid . . ... .. e i5
7. Pagkaging and marking ) A 17
8. Acfeptance testing . . . . . . . . . . . . . L. ... . . Mo 17

@Q%& S



https://iecnorm.com/api/?name=1d51f9180981d66bea9c78eed71f3a51

— 4 — 249-2-11 © CEI 1987

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIAUX DE BASE POUR CIRCUITS IMPRIMES
Deuxiéme partie: Spécifications
Spécification n° 11: Feuille de stratifié mince en tissu de verre époxyde,

recouverte de cuivre, de qualité courante, destinée a la fabrication des cartes
de cablages imprimés multicouches

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les quesnons echargues, prépasgés pax d
[{’Etudes ot sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces quedtions, exprime
mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

bs Comités
lus grande

2) [es décisions constituent des recommandations internationales et sont agréses comimeNeles e ités pationaux.

3) Pans le but d’encourager 'unification internationale, la CEI exprime te voeu gie e ité i k adoptent
Hans leurs regles nationales le texte de la recommandation de 4 ¢ ouNgs conditions ndtionales le
permettent. Toute divergence entre la recommandation de la ¢ correspondante ddit, dans la

4) La CEI n’a fixé aucune procédure concernapt le marqage\confing i i approbation et sa responsgbilité n’est
bas engagée quand il est déclaré qu’un matérie orme* a e mandations.

| a présente norme aceté e : < budes n° 52 de la CEI: Circuits imprimés.

[ a2 premicre éditig i o 1 S editi , a €t¢ publiée
comme partie de la Publ

| a présente ation n° 11 d’une série de publications, laquelle remplacera
les|spécifications ¢dm S 1&g icati - §1 inclure

de|nouvelles spéc

¢ text cile NOTIeE €s

MXW Rapport de vote Procédure des Deux Mois Rapport de vpte
S2(BC)243 \\ 52(BC)272 52(BC)260 52(BC)288

Pourde pluMes renseignements, consulter les rapports de vote correspondants, mentionnés
dapsle fableau ci-dessus.

Les publications suivantes de la C E 1 sont citées dans la présente norme:

Publications n*  249-1 (1982): Matériaux de base pour circuits i 1mpr1mes Premiére partie: Méthodes d’essai.
249-3A (1976): Troisiéme partie: Matériaux spéciaux utilisés en association avec les circuits imprimés.
Premier complément: Spécification n° 2: Spécification pour feuille de cuivre utilisée
pour la fabrication de matériaux de base plaqués cuivre.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

BASE MATERIALS FOR PRINTED CIRCUITS

Part 2: Specifications

Specification No. 11: Thin epoxide woven glass
fabric copper-clad laminated sheet, general purpose grade,
for use in the fabrication of multilayer printed boards

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I EC on technical matters, prepared by Techn all
the Nafional Committees having a special interest therein are represented, express, as nea abignal
consenpus of opinion on the subjects dealt with.

2) They Have the form of recommendations for international use and they are accepted by thy Nationak Corfimittee in
that sepse.

3) In orddr to promote international unification, the I E C expresses the wish thx alona opt
the texj of the I E C recommendation for their national rules in so far as'nati i Ul peefnit. i nce
betweep the I E C recommendation and the corresponding national yliles ould a a ible, ted
in the Jatter.

4) The 1H C has not laid down any procedure concerping marking as\ahindjcati P ibJlity
when 4n item of equipment is declared to comply with one/6
This qtandard has been prx
The first edition of Speq art

of 1 E C|Publication 249-]

This standard fo ifi-

cations priginally included

The text of thisstanda on the following documents:

Y
Six M \ k‘e\port on Voting Two Months’ Procedure Report on Voting

$2(CO)2 52(C0)272 52(C0O)260 52(C0O)288

Further informatiM be found in the relevant Reports on Voting, indicated in the table abdve.

The following I E C publications are quoted in this standard:

Publications Nos. 249-1 (1982): Base Materials for Printed Circuits, Part 1: Test Methods.
249-3A (1976): Part 3: Special materials used in connection with printed circuits. First supplement:
Specification No. 2: Specification for copper foil for use in the manufacture of
copper-clad base materials.
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MATERIAUX DE BASE POUR CIRCUITS IMPRIMES
Deuxiéme partie: Spécifications
Spécification n° 11: Feuille de stratifié mince en tissu de verre époxyde,

recouverte de cuivre, de qualité courante, destinée a la fabrication des cartes
de ciblages imprimés multicouches

[omey

Domaine d’application

Cette spécification donne les exigences concernan ote illes dg stratifié

rante, destinées a la

e base (la
e initiale-
pour des

e confusion

métal sur

Cuivre répondant a la Publication 249-3A de la C E1: Premier complément a la Publication
249-3: Matériaux de base pour circuits imprimés, Troisiéme partie: Matériaux| spéciaux

utilicec an nccaciatl N oo

la 14 Qoo P 0N 0 Qenl e — f 11
tHHISES- e aSSocratoR-aveeeseHreuts uu})x HRECS GPIALLHTTICATTUIT AT - SpPLlilivalvuil P ur ieuille

de cuivre utilisée pour la fabrication de matériaux de base plaqués cuivre.

Les feuilles préférentielles sont du type A (cuivre électrodéposé) a ductilité normale.

3. Marquage interne

Pas spécifié.
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L.

2.1

2.2

3.

BASE MATERIALS FOR PRINTED CIRCUITS

Part 2: Specifications

Specification No. 11: Thin epoxide woven glass
fabric copper-clad laminated sheet, general purpose grade,
for use in the fabrication of multilayer printed boards

bg
Nd

Ma

In;

Mp

Base Materials for Printed Circuits, Part 3: Special Materials Used in Connection with Prin

ards.

te. — To designate this material, the refegence: 249-2-N-KE
confusion, the type designation may\be abrewiated %o rea

terials and constr
The sheet co:s'
ulating/base

Copper as speeified in I EC Publication 249-3A: First Supplement to Publication 244

C

retrts—Spectficatiomr No—2—Specifcation for- Copper Foit for Use i the Manufactur

Copper-clad Base Materials.

The preferred foils are Type A (electro-deposited copper) of standard ductility.

Internal marking

Not specified.

Scope
This specification gives requirements for properties of ass fabric
copper-clad laminated sheet, general purpose grade, for use i ilayer
printed boards.
Laminated sheets covered by this specificatio ¢ thickng hte,
excluding the copper foil) not greateg~than 0,3 . Hed
for multilayer boards, the materials may_b¢ i idte ted

R.GC-Cu may be used; if there is no risk of

-3
ted
of
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4. Propriétes électriques

TABLEAU 1

249-2-11 © CEI 1987

Proprieté

Méthode d’essai
(Paragraphe de la
Publication 249-1

de la CEI)**

Exigences

b. 1

Résistance de la feuille 2.1 Comme spécifié dans la Publication
249-3A de la CEI
Reésistance superficielle, mesure effec- 2.2 10000 MQ min.
tuée dans la chambre climatique
(facultatif)
Reésistance superficielle aprés reprise 22 50000 (I@)}n\
Résistivité transversale, mesure effec- 2.3 5 OO\M in.
tuée dans la chambre climatique
(facultatif)
Reésistivité transversale aprés reprise 2.3 \@{)Oyfﬁ{mé
N
Permittivité relative dans les condi- 2.7 valeur\moyenne ne d¢it pas étre
tions de réception* \ upérieupe a 5,5

Facteur de dissipation diélectrique
dans les conditions de réception*

@eur moyenne ne doit pas étre
périeure a 0,035

Rigidité diélectrique (facultatif) <\

>Doit faire I'objet d’un a¢cord entre
acheteur et fournisseur

b.1.1

5.1.

paragraphe 1.1 de la Publication 249-1 d¢ 1a CEI.
i¢: Méthodes d’essai.

esine. I! doit étre possible d’enlever rapidement toute dgcoloration
une solution d’acide chlorhydrique de masse volumique 1,02 g/cm? ou

pqugerhp 39 de la Publication 249.1 de 12 CE1

face de haute qualité est nécessaire pour un placage en métal précieux ou pour
de conducteurs étroits et qu’elle est commandée par Pacheteur, lgs exigences
suivantes s’ajoutent a celles du paragraphe 5.1.1; les conditions d’inspection so

ht celles du

Le fini de surface de la face plaquée cuivre doit étre tel qu’il ne dissimule pas d’imperfec-

tions.

La surface de la feuille de cuivre doit €tre exempte de rayures de profondeur supérieure a
0,010 mm (0,0004 in), ou ¥s de I’épaisseur nominale de la feuille de cuivre, en prenant la valeur

la plus basse.

La longueur totale des rayures de pronfondeur supérieure a 0,005 mm (0,0002 in) mais
inférieure a 0,010 mm (0,0004 in) ne doit pas dépasser 1 m par meétre carré (1 yd par yard carré)
de la surface totale de la planche a essayer.
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4. Electrical properties

TaBLE 1

Test method

(Sub-clause B
Property of IEC Requirement
Publication 249-1)**
Resistance of foil 2.1 As specified in 1 E C Publication
249-3A
Surface resistance while in the humi- 2.2 10000 MQ min.

dity chamber (optional)

Surface resistance after recovery 22 50000 MQ miry

Volume resistivity while in the humi- 23 5000 M in.
dity chamber (optional) <\ \

Volume resistivity after recovery 2.3 000 }ETNn x

Relative permittivity in “as received” 2.7 < heaveRage value'shall not exceed 5.5
condition* N

Dielectric dissipation factor in “as re- 2.7 The>dverage\value shall not excged
ceived” condition* 035

Electrical strength (optional)

supplier

)l'o be 3greed upon between purchaser

5. Non-electrical properties\of the

5.1 Appearance o ¢
5.1.1 |Normal surfqeé

5 ordered by purchaser, the following requirements shall apply in addition to tho

Sub-clause 5.1.1 when inspected in accordance with Sub-clause 3.9 of I E C Publication 2

deep
with

igh quality is essential for precious metal plating or fine line etching| and

se of
19-1.

The surface finish of the copper-clad face shall be such as not to conceal imperfections.

The surface of the copper foil shall be free from scratches of depth greater than 0.010 mm
(0.0004 in), or ¥s of the nominal thickness of the copper foil, whichever is the lower.

The total length of scratches of depth greater than 0.005 mm (0.0002 in) but not greater

than 0.010 mm (0.0004 in) shall not exceed 1 m per square metre (1 yd per square yard) of
the total area of the sheet under test.
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Cette exigence s’applique aux feuilles de 35 um et 70 um (305 g/m? et 610 g/m?2, 1 oz/ft?

et 2 oz/ft?). Les rayures autorisées sur les feuilles de 18 pm (152 g/m2, 0,5 oz/ft2) sont encore
a I'étude.

La surface totale de toutes les piqires dans une surface de 0,5 m? (5,4 ft2) ne doit pas
dépasser 0,012 mm? (2:107° in2).

Aucune planche ne doit avoir un nombre d’imperfections des types énumérés ci-apreés,
supérieur a celui qui est indiqué dans le tableau suivant:
TaBLEAU 11

Types, dimensions et nombre d’imperfections admis

Dimensions (longnenr si Naombre
1IPes rien d’autre n’est indiqué) d’impe}fevﬁoqs admis
ne
Inférieure ou de
Supérieure a égale a DO mm
mm {in) mm (in) D in)

— 0,1 (0,004) Oute quahtite \?ﬂe quintité
Inclusions 0,1 (0,004) 0.25 (0,01) 30 4

0,25 (0,01) — M 0

— 0,25 (0,01) Toute qugntité
0,25 (0,01) 1,25 (0,05 3*
Enfoncements 1,25 (0,05) 3,0 (0,12) bu
largeur 1,0\O\0: 1*
3,0 (0,12) ou
largeur 1,0 (0,04) — 0
Bosses — \Jl%ute quantité Toute qugntité
0,1 (0,004)
10 2
40(0,16) ou
ha@fml 00 0 0

N
Plissements \\ d1m w 0 0
Cloques
*Le to 4 rc deux ronsd’enfqn ment est de 3.
**Le tot olir deux ensivas d’ foncemem est dc 13.

ydz) ou plus grandes, les valeurs de la quatriéme colonne sont dpplicables
yd?); toutefois, pour les mémes planches, dans toute surface de BOO mm x
valeurs de la cinquiéme colonne sont applicables. Pour des planches glus petites
, la cinquiéme colonne est applicable @ toute surface de 300 mm ¥ 300 mm

ncaux découpés, les nombres ¢t les dimensions maximales des imperfections peuvent étre

5.2| Face non métallisée

£o ctallichadait A e | prsan 1 I :
Laface-nronrmétatlisée-dotttre-exemptede-tousmatériaux; parexempieprodurts anticol-

lants, huiles ou lubrifiants, qui pourraient compromettre son adhérence dans la fabrication
des multicouches.

5.3 Courbure et vrillage maximaux
Comme convenu entre acheteur et fournisseur.
Note. — Les stratifiés minces, objets de cette spécification, sont trop peu rigides pour garder leur forme s'ils ne sont

pas complétement supportés. Le degré de courbure et de vrillage dépend, par conséquent, de la nature de
Pemballage pour Pexpédition ou la distribution.
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5.2

5.3

This requirement applies to the surface of 35 um and 70 um (305 g/m? and 610 g/m?, 1 oz/ft?

and 2 oz/ft?) foils. Permitted scratches on surfaces of 18 um (152 g/m?2, 0.5 oz/ft?) foil are
under consideration.

still

The total area of all pinholes in an area of 0.5 m? (5.4 ft?) shall not exceed 0.012 mm?

(2-10~* in2).

No sheet shall have more imperfections of the types listed than those permitted by
following table:

TaBLE 11

Types, sizes and permitted numbers of imperfections

the

Size (length unless Number of imperfectiong
) t

ype otherwise indicated) permit}zd\

mm {in) mm (in) Im?(1.2y

In any sheet
: of area
Above Not above about {\
d

0.25 (0.01) — <\o\

— 0.1 (0.004) Any umN
Inclusions 0.1 (0.004) 0.25 (0.01) 3 \
b

— 0.25 (0.01) m Any number
0.25 (0.01) 1.25 (0.05) 3*
Indentations 1.25 (0.05) 3.0 (0.12) or
width 1.0 (004) 3 1*
3.0 (0.12) or
width 1.0 (0.04) 0
Bumps — Any number
0.1 (0.004)
2
4.0 (0. or
height @1 (O 04[" 0

Wrinkles [\/\ A “W \) 0 0

Blisters

* The total fi e sizes of indentijoh.i 3\)
*The total fo se/\i_ of indentatiog is 1

Nétes 1. — For shertdof 12 (R2vwd?) o\me/dter. the values of the fourth column apply for any area of

Unclad face

mZ
bs of
a of

aser

k) h P o 1 111 £ £ 11 M | al 1 1 ‘- -1 1
LI ULLIAU 1alldnals UV HILU TTOUND il IdICTHIAlS, 1UL CAAILTPIC 10IAS0L d g ULILS, UlkS ULl

cants, that might interfere with its adhesion in the multilayer fabrication operation.

Maximum bow and twist

As agreed upon between purchaser and supplier.

bri-

Note. — The thin Jaminates covered by this specification lack the rigidity to retain their shape unless fully supported.
The extent of bow and twist is therefore dependent upon the nature of the packaging for shipping or

despatch.
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5.4 Propriétés concernant l'adhérence de la feuille de cuivre

TABLEAU [II

Méthode d’essai
(Paragraphe de la

Propriété Publication 249-1 Exigences
de la CE])
Force d’adhérence aprés choc thermi- 3.6.2.1, Pas inférieure a 1,0 N/mm (5,7 1bf/in)
que de 20 s 3622 0u pour un revétement de cuivre au
3.6.2.3 moins égal & 35 um (305 g/m?,
1 oz/ft?)

Pas inférieure 4 0,8 N/mm (4,6 1bf/in)
pour une feuille de cuivre de 18 pm
(152 g/m~, /2 oz/it?)

Ni cloqua{ﬁ:}dé{aminatior
. AN

Force d’adhérence aprés conditions 6 1bf/in)
simulées de revétement électrolyti- hivre au
que 5 g/m?,

N/mm
uille de
, Y2 0z/

Force d’adhérence a haute tempéra-
ture
Température 125°C

Cloguage aprés choc thermique 0&
20s

\’Kli cloquage, ni délaminatior

A

5.5
e estampé, cisaillé ou foré sans décollement, en accord avec les
picant. Les trous forés doivent pouvoir étre métallisés, sans préjudice
exsudation dans le trou.
5.6

5.6.1¢ Etat de surface brut de presse (sans autre traitement de surface)

Quand la feuille est essayée selon la méthode décrite au paragraphe 3.10 de la Publica-
tion 249-1 de la CET et en accord avec les durées et températures spécifiées ci-dessous, les
zones soudées doivent étre couvertes par une couche de soudure lisse et brillante. Les défauts
éparpillés, tels que piqtires, ne doivent pas représenter plus de 5% de la surface et ne doivent
pas étre localisés dans un seul endroit de la surface.

Pour savoir si les surfaces non mouillées ou démouillées peuvent étre acceptées, on applique
les critéres de la figure 9 de la Publication 249-1 de la CEI.

Sur chaque lot de 10 éprouvettes, au moins six doivent subir I’essai avec succes.
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5.4 Properties related to the copper foil bond

5.5

5.6

5.6.1

TaBLE 111

Property

Test method
(Sub-clause of IEC
Publication 249-1)

Requirement

Temperature 125°C

Peel strength after heat shock of 20 s 3.6.2.1, Not less than 1.0 N/mm (5.7 Ibf/in)
3.6220r for copper foil 35 um (305 g/m?,
3.6.23 1 oz/ft?) and heavier
Not less than 0.8 N/mm (4.6 1bf/in)
for copper foil 18 um (152 g/m?,
% OZ/TT2)
No blistering /(f&bxmination
Peel strength after simulated plating 3.6.5
Peel strength at high temperature 3.6.7

Weration '

Blistering after 20 s heat shock

blistering or delamination

Solderabils

Plate finish (without further surface treatment)

ation,

When the sheet is tested by the method described in Sub-clause 3.10 of 1 EC Publica-
tion 249-1 and in accordance with the times and temperatures specified below, the soldered
areas shall be covered with a smooth and bright solder coating. Scattered imperfections, such
as pin-holes, shall not occur on more than 5% of the surface and shall not be concentrated

1n one area.

For the acceptability of the unwetted or dewetted areas, the criteria of Figure 9 of IEC

Publication 249-1 apply.

At least six specimens out of each batch of 10 shall pass the test.

ble of
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a) Mouillage
TABLEAU IV
Epaisseur nominale Epals§eur Temps maximal Température
du cuivre de mouillage
mm “m s °C
jusqu'a 0,8 35 2 235+5
(305 g/m?, 1 oz/ft?)
jusqu'a 0,8 70 3 235+
(610 g/m?, 2 oz/ft?)

b) Démouillage

Les éprouvettes doivent rester en contact avec la soudure en fusion pendant 5*}s a 235 *3°C.

5.612 Finition dépolie
Non applicable.

5.7\ Stabilité dimensionnelle

Note. — Pour des epaisseurs de cuivre supérieures & 70 um (610 g/m?, 2 oz/ft?) les
démouillage peuvent faire Pobjet d’un accord entre acheteur et fournisseur.

ées du mouillhge et du

TABLEAU V (\&

Méthode d’essai
(Paragraphe de fa

Propriété Publication 24 _1 Ex1gences
de la CEY) /
Stabilité¢ dimensionnelle 3 A Pétude

=

l

6.1| Apparence du mat
Le ma@ §
inclusions étfar
6.2

de plus de la valeur spécifiée dans le tableau suivant. Les to

e appes enlevement complet de la feuille de cuivre

lement exempt de creux, trous, rayures, porpsités et
couleur

4 feuille métallique, I'épaisseur d’une feuille ne doit pas s’écprter de

érances
isCes si les tolérances serrées ne sont pas demandées.
TABLEAU VI
Tolérance +
Epaisseur nominale
Normale Serrée
mm in mm in mm in
0,05 jusqu’a 0,11 0,002  jusqu'a 0,0045 0,03 0,001 0,02 0,0008

Plus de 0,11 40,15 Plus de 0,0045 a 0,006 0,04 0,0015 0,03 0,001
Plus de 0,15 403 Plus de 0,006 40,012 0.05 0,002 0,04 0,0015
Plus de 0,3 40,5 Plus de 0,012 a 0,020 0,08 0,003 0,05 0,002
Plus de 0,5 40,8 Plus de 0,020 a 0,031 0,09 0,0035 0,06 0,0025

Note. — La normalisation des valeurs d’épaisscur suivantes est 4 envisager: 0,05 mm, 0,1 mm, 0,2 mm, 0,4 mm,

0,6 mm, 0,8 mm.
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a) Wetting
TABLE 1V
Nominal thickness Thickness Ma_xxmqm Temperature
of copper wetting time
mm um s °C
up to 0.8 35 2 235+3
(305 g/m?2, 1 oz/ft?)
up to 0.8 70 3 235+3

(610 g/m?, 2 oz/f1?)

b) Dewetting

Test specimens shall remain in contact with the molten solder for 5%} s at 235%3°C.

5.6.2 | Mazt finish

Not applicable.

5.7 Dimensional stability

TABLE V <\

Note. — For thicknesses of copper greater than 70 pm (610 g/m2, 2 oz/ft2) the wetting and,
agreed upon between purchaser and supplier.

tting time$ may be

Property

Test method
(Sub-clause
of IEC
Publication 271'93\{

S

b
O\

Requirement

Dimensional stability

A
)

Under consideration

6. N

6.1

]

e&te C

ee from pits. holes, scratches, porosity and foreign

Y

plete removal of the copper foil

rticles), and substantially uniform in colour. A $mall

ore than the appropriate value shown in the following table. The ngrmal

TABLE VI
Tolerance +
Nominal thickness
Normal Close
mm in mm in mm in

0.05 up to 0.11 0.002 up to 0.0045 0.03 0.001 0.02 0.0008
Over 0.11 to 0.15 Over 0.0045 to 0.006 0.04 0.0015 0.03 0.001
Over 0.15 to 0.3 Over 0.006 to 0.012 0.05 0.002 0.04 0.0015
Over 0.3 to 0.5 Over 0.012 to 0.020 0.08 0.003 0.05 0.002
Over 0.5 t0 0.8 Over 0.020 to 0.031 0.09 0.0035 0.06 0.0025

Note. — The standardization of the following values of thicknesses should be considered: 0.05 mm, 0.1 mm, 0.2 mm,
0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm.
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